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摘要

本文档介绍了一种设计方案，可实现 0.4mm 引脚间距与 0.5mm 引脚间距 QFP 产品的相互兼容，从而支持客户通

过多渠道采购。通过特定的 PCB 布局，许多 0.5mm 引脚间距的 QFP 产品可兼容更小尺寸的 0.4mm 引脚间距 

QFP 产品。这种封装布局设计可带来诸多优势，例如简化采购流程、降低成本以及提升灵活性。
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1 简介

在针对 QFP 封装的 PCB 开发中，设计人员倾向于选择能从多家半导体厂商采购的布局方案。对多渠道采购的需

求，往往会限制设计人员选用市场上更小、更具成本效益的封装设计。为解决这一问题，可将小尺寸封装的 PCB 
布局设计在大尺寸封装的布局范围内。

2 优点

鉴于全球半导体市场中，供货渠道一直是客户关注的重点，这种双封装布局的 QFP 设计可满足客户的多渠道采购

需求，即客户既能使用 0.4mm 引脚间距版本，也能选用 0.5mm 引脚间距版本。该设计扩大了客户在 PCB 布局中

可选用的元器件范围，同时使 TI 有望为该器件提供两种供货来源（0.4mm 引脚间距和 0.5mm 引脚间距版本）。

0.4mm 引脚间距的 QFP 封装，其本体尺寸小于 0.5mm 引脚间距的 QFP 封装。表 2-1 列出了 0.4mm 和 0.5mm 
引脚间距 QFP 封装的本体尺寸差异。

表 2-1. 不同引脚数对应的 QFP 本体尺寸

引脚数 0.4mm 引脚间距封装本体尺寸 (mm) 0.5mm 引脚间距封装本体尺寸 (mm)
64 7 × 7mm 10 × 10mm

80 10 × 10mm 12 × 12mm

100 12 × 12mm 14 × 14mm

144 16 × 16mm 20 × 20mm

176 20 × 20mm 24 × 24mm

由于尺寸更小，0.4mm 引脚间距的 QFP 封装成本低于 0.5mm 引脚间距封装。小尺寸封装耗材更少，且生产效率

更高，因此成本更低。0.4mm 引脚间距的 QFP 封装在 PCB 上的占用面积也小得多。这种封装布局有助于设计出

更紧凑、更具成本效益的方案，尤其适用于新兴电子设备领域（如机器人、工业自动化、电源控制、消费电子

等）。

这种成本较低的 QFP 和更小的 PCB 封装共同为客户提供市场竞争优势。

如果客户当前要求 QFP 封装的间距为 0.5mm，而这种副选小尺寸的布局可使客户无需改动 PCB，就能轻松升级

到下一代 0.4mm 引脚间距版本。
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3 封装布局示例

图 3-1 中所示 QFP 封装布局为一种 64 引脚 0.5mm 间距 QFP 的布局范围兼容 64 引脚 0.4mm 间距的封装设计。

遵循以下推荐的焊盘设计规范，可实现 5mil 的走线且空气间隙为 5mil 的干净布线。

建议的焊盘指南：

• 0.5mm 焊盘：1.35mm × 0.3mm
• 0.4mm 焊盘：1.2mm × 0.2mm

图 3-1. 0.5mm 间距 QFP (PM)：0.4mm 间距 QFP (PTE)
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4 总结

在 PCB 设计中采用双封装兼容布局，可实现简化采购、节省成本、提高灵活性并简化下一代迁移。

5 参考资料

• 德州仪器 (TI) 多路复用器和信号开关的副选供货方案，应用手册。
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